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1 簡介 

紘康公司ΣΔADC+MCU 系列產品具有高解析度與高精度能力，因具備 100nVrms

訊號的解析能力故對微小的漏電流與信號干擾特別敏感。所以在此介紹一些基本的晶片

相關 PCB 佈線觀念，讓使用者更能得心應手的開發產品。 

2 PCB佈線建議 

ANALOG  
GRAND

DIGITAL 
GRAND

DIGITAL GRAND

 

图三 

2.1 (Power)  

2.1.1 VSS   

VSS (PCB

.
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) ADC d d

，同时独立布线的 VSS 建议在

靠近  

同時為了增強抗干擾能力 VSS 鋪地建議如圖三方式，兩個地線間用短路線連接，其短路位置最好

靠近電池 VSS 位置做短路。 

如果 PCB 是雙面板，請 VSS 鋪地儘量多做過孔，以減少鋪地的內阻。 

干 ADC ADC

d d  

2.1.2 - Layout
( VDD VDDA ACM VLCD) 

2.1.3 COB VSS  

干 干 RESET ADC

干 (Noise)

2.2 (Analog)  

2.2.1 AI0 AI1 AI2 AI3 0.1uF
 

2.2.2 (AIx)  

  

 Layout (AIx)

 

 AIx  

 ACM 22nF 100nF  

干 ADC 干 (Noise)  

2.3 (Digital)  

2.3.1 RST/VPP  

  

VDD

RST/VPP 100K VDD  

  

VDD 干 干 RESET

 

2.3.2 PT2.0/PT2.1 32768Hz(RTC) 

 I/O AC 干

RTC  

 (AIx ) PT2.0/PT2.1  

 Layout PT2.0/PT2.1  

.
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 PT2.0/PT2.1  

RTC 干 CLOCK 干  

 

2.4 ESD  

2.4.1 PT1.3  

 PT1.3 TST ESD

I/O 容易受到干扰  

 若當成外部按鍵使用

時，建議加上低通電路增加系統 ESD 測試時的抗干擾能力。 

 I/O ESD RESET  

2.4.2 PT1.0  

  PT1.0 VPP/RST ESD I/O

 

 

 

 I/O ESD RESET

 

 

2.4.3  

 ESD  

 PCB ESD

 

 RESET  

2.5 HY11P32  

  HY11P32 AI0~AI1 ESD

(LOADCELL)  

.
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